
金属／プラスチック接合技術ー１
No 分類 メーカー 名称 特許公開No 内容 内容補足 金属 樹脂

0 脱脂 アルカリ、酸処理
研磨
ブラスト

1 形状対応              * 基体に切欠きまたは穿孔 面接合不可
2 樹脂改質 樹脂にｶﾙﾎﾞﾝ酸基等を導入

3 接着 接着材
金属に接着フィルム塗布

アルテクノ 2009 ｴﾎﾟｷｼ樹脂を含む部材側の第一接
-73088 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系樹脂等から選ばれた第

２接着を付与した金属をｲﾝｻｰﾄ
4 成形条件 ポリプラ    * Quic-10 2008 表面粗さが5μ以下の金型を使用し、 特に限 特に限定

-132756 ｲﾝｻｰﾄ保持駒を結晶化温度以上にし 定なし なし
て射出、次いで低温空気で保持駒
を急冷

5 液処理 ポリプラ    * PAL-fit 2001 金属表面をｹﾐｶﾙｴｯｼﾞﾝｸ 孔形状、構造工夫
で孔形成 -225352 ﾞ→射出成形 流動性、線膨張率、緩衝材

大成プラス * NMT 実行程 ｱﾙｶﾘ処理→酸処理→T処理→水洗・ 20-50nmの孔 Al PBT,PPS,
乾燥→射出成形 芳香族

2007 Al合金をﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ水溶液等に浸漬して 微細凹部で結晶固化、 ｱﾐﾄﾞ
-144795他 凹部形成形成→射出成形 ｱﾐﾝ系化合物と反応す
2009 Al合金をﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ水溶液に浸漬して る樹脂、結晶化速度を
-6721A 30-300nmの凹部形成→射出成形 遅くした樹脂

新NMT 実行程 1μ程度の孔内に50nm Mg,Cu
の孔

2008 化学ｴｯｼﾞﾝｸﾞ→銅酸化膜形成 Ti、
-047811他 →射出成形 ｽﾃﾝﾚｽ

コロナ工業 * アルプラス 2010 Alと他材質のグラッド材に電着塗装 レーザー照射で塗膜部 Al PBT,
→一部除去→除去部に陽極酸化

ｰ173298 皮膜→皮膜の多数の孔に樹脂 分除去。 PP,PE等
40-100nm

WO-2004 Alに２５nm以上の孔を有する陽極
-055248 酸化皮膜を形成し、孔に樹脂

注）＊：添付資料も参照

金属／プラスチック接合技術ー２

No 分類 メーカー 名称 特許公開No 内容 内容補足 金属 樹脂
6 皮膜形成 新技術 ATI 2011 Alに金属化合物皮膜を形成→脱水 ﾗｼﾞｶﾙ反応で樹脂と結合 Al 特に限定

化学結合 研究所    * （CB処理） -52292 ｼﾗﾉｰﾙ含有ﾄﾘｱｼﾞﾝﾁｵｰﾙ誘導体皮 （凹凸、前処理あった方 なし
膜を形成→射出成形 が良）

東亜電化  * TRI 2009 ﾄﾘｱｼﾞﾝﾁｵｰﾙ誘導体を含有する電解 金属とﾌﾟﾗｽﾁｯｸの双方に Al
-144198 質水溶液中でAl陽極と白金、Tiなど 化学反応物が拡散。

の陰極間に印加し、Al上に上記酸化
皮膜形成→射出成形 10-1000Å

住友ベーク 2009 金属表面をｼﾗﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ処理 特に限 ﾌｪﾉｰﾙ
-126126 →ﾌｪﾉｰﾙ樹脂成形 定なし 樹脂

淀川 H10 ｶﾙﾎﾞｷｼﾙ基、ｶﾙﾎﾞﾝ酸無水基の１つ、 必要に応じて前処理 特に限 特に限定
ヒューテック ﾒﾙｶﾌﾟﾄ基、ﾁｵｴｰﾃﾙ基の１つを有す 定なし

-7992 る含硫黄化合物で処理 なし
ポリプラ 2000 Cu表面の全部または一部に黒色酸 Cu、 特に限定

-271957 化皮膜を形成→射出成形 Cu合金 なし
富士通 H8-25409 ﾄﾘｱｼﾞﾝﾁｵｰﾙ液で表面処理→ｺﾞﾞﾑ成 Al 特殊樹脂

分またはﾄﾘｱｼﾞﾝﾁｵｰﾙを添加した
樹脂を射出

大阪大学 LAMP レーザーを照射して、金属/樹脂接触 金属の表面状態の影響
接合科学 面の樹脂を溶融、発泡発泡力も利用 殆どなし
研究所  * して接合
ダイトー PLAリアクティブブレンド品を射出し 独自の金型技術利用
エムイー て接合

注）＊：添付資料も参照



一般的なインサート成形－１

一般的なインサート成形－２



ポリプラスチック－１　Quick-10

１．Ｑｕｉｃｋ１０
　・工程：
　　インサート保持駒を結晶化温度以上にして、射出成形、次いで低温空気
　　で保持駒を急冷

樹脂の融点近い温度に加熱された金属に対し、樹脂
は溶融状態のまま、金属の微細クラックに入りこむ

ポリプラスチック－２、３

２．ＰＡＬ-ｆｉｔ
　・ケミカルエッジングした金属をインサートして射出成形
　　　＊孔の形状、構造に工夫。樹脂側では、流動性、線膨張率、緩衝材
　　　　　物質添加

３．Cu/樹脂の接合
・工程：
　　Cu表面の全部または一部に黒色酸化皮膜を形成→射出成形　　　



大成プラス　NMT－１

１．AlとＰＢＴ、PPS、芳香族ＰＡとの接合（NMT)
　・工程：
　　アルカリ処理→酸処理→Ｔ処理＊→水洗・乾燥→射出成形
　　　＊：ヒドラジン水溶液に浸漬して、20-50nmの孔を形成
　・微細凹部で結晶化し、アミン系化合物と反応する樹脂で、結晶化速度を
　　遅くした材料

２．Mg、Cu、Ti、ステンレスと樹脂の接合（新NMT)
　・化学エッジングで、銅酸化膜形成（Ｃｕの場合）？
　　　＊１μ程度の孔に内に、50nm位の孔形成

大成プラス　NMT－２



コロナ工業　アルプラス

工程：
　Al合金と他材質のグラッド材に電着塗装→レーザーで塗膜の一部を除去
　→除去部に陽極酸化皮膜＊→射出成形
　　　＊40-100nmの孔

新技術研究所　CB処理

工程：
　Alに金属化合物皮膜を形成→脱水シラノール含有トリアジンチオール
　誘導体の皮膜形成→射出成形
　　＊Alと樹脂がラジカル反応で結合



工程：
　トリアジンチオール誘導体を含有する電解質水溶液中でAl陽極と白金、Ti
　などの陰極間に印加し、Al上に上記の酸化皮膜を形成→射出成形
　　＊Alと樹脂双方にTRI拡散層

東亜電化　TRI System

大阪大学接合科学研　レーザー接合

工程：
　金属と樹脂を重ねて、レーザーを照射して、接触面の樹脂を溶融、発泡さ
　せ、発泡力も利用して接合
　　＊

非透過性プラスチック
では金属板側から


